
4층 PCB 기판

0.4mm±0.1mm 1/1oz

L1 동박18 μm – 도금후 35 μm

PP 0.08mm 유전상수 4.29

L2

코어0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L3

PP 0.08mm 유전상수 4.29

L4 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

0.6mm±0.1mm 1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금후 35 μm

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
코어0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L3

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4 동박18 μm – 도금후 35 μm

0.6mm±0.1mm 1/1oz

L1 동박18 μm – 도금후 35 μm

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2

Core 0.3mm with 1/1 oz Cu

L3

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4 동박18 μm – 도금후 35 μm

0.6mm±0.1mm 2/1oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
코어0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L3

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4 동박 50um (±5) um-plating to 70um

0.8mm±0.1mm 1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금후 35 μm

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
코어0.4mm, 양면 1/1oz 동박

L3

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4 동박 18 μm – 도금후 35 μm

0.8mm±0.1mm 2/1oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
코어0.4mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L3

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4 동박 50um (±5) um-plating to 70um

0.8mm±0.1mm 1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금후 35 μm

PP 0.18mm 유전상수 4.29

L2
코어0.3mm, 양면 1/1oz 동박

L3

PP 0.18mm 유전상수 4.29

L4 동박 18 μm – 도금후 35 μm

0.8mm±0.1mm 2/1.5oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.22mm 유전상수 4.29

L2
코어0.2mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L3

PP 0.22mm 유전상수 4.29

L4 동박 50um (±5) um-plating to 70um



1.0mm±0.1mm 1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2

코어0.6mm, 양면 1/1oz 동박

L3

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

1.0mm±0.1mm 2/1oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2

코어0.6mm, 양면 1/1oz 동박

L3

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4 동박 50um (±5) um-plating to 70um

1.0mm±0.1mm 2/1.5oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.22mm 유전상수 4.29

L2

코어0.4mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L3

PP 0.22mm 유전상수 4.29

L4 동박 50um (±5) um-plating to 70um

1.2mm±10% 1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2

코어0.8mm, 양면 1/1oz 동박

L3

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

1.2mm±10% 2/1oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2

코어0.8mm, 양면 1/1oz 동박

L3

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4 동박 50um (±5) um-plating to 70um

1.2mm±10% 2/1.5oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.22mm 유전상수 4.29

L2

코어 0.6mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L3

PP 0.22mm 유전상수 4.29

L4 동박 50um (±5) um-plating to 70um



전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

1.6mm±10% 1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
코어 1.2mm, 양면 1/1oz 동박

L3

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

1.6mm±10% 2/1oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
코어 1.2mm, 양면 1/1oz 동박

L3

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4 동박 50um (±5) um-plating to 70um

1.6mm±10% 2/1.5oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.22mm 유전상수 4.29

L2
코어 1mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L3

PP 0.22mm 유전상수 4.29

L4 동박 50um (±5) um-plating to 70um

전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

2.0mm±10% 1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

PP 0.18mm 유전상수 4.29

L2
코어 1.6mm, 양면 1/1oz 동박

L3

PP 0.18mm 유전상수 4.29

L4 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

2.0mm±10% 2/1oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
코어 1.6mm, 양면 1/1oz 동박

L3

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4 동박 50um (±5) um-plating to 70um

2.0mm±10% 2/1.5oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.29mm 유전상수 4.29

L2
코어 1.2mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L3

PP 0.29mm 유전상수 4.29

L4 동박 50um (±5) um-plating to 70um

전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

2.4mm±10% 1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

PP 0.18mm 유전상수 4.29

L2
코어 2mm, 양면 1/1oz 동박

L3

PP 0.18mm 유전상수 4.29

L4 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

2.4mm±10% 2/1oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.18mm 유전상수 4.29

L2
코어 2mm, 양면 1/1oz 동박

L3

PP 0.18mm 유전상수 4.29

L4 동박 50um (±5) um-plating to 70um

2.4mm±10% 2/1.5oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.36mm 유전상수 4.29

L2
코어 1.6mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L3
PP 0.36mm 유전상수 4.29

L4 동박 50um (±5) um-plating to 70um

Note: 상기내용은 PCBGOGO 4층 PCB기판의표준스택업입니다,최신소재및제조기술에따라레이어스택업은변경될수있습니다.더자세한사항은맞춤형스택업제작가능합니다,
service@pcbgogo.com으로편하게문의하십시오.



6층 PCB 기판

전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

0.8mm
±0.1mm

1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L3
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L5
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L6 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

1.0mm
±0.1mm

1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

PP 0.18mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L3
PP 0.18mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L5
PP 0.18mm 유전상수 4.29

L6 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

1.0mm
±0.1mm

2/1oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L3
PP 0.22mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L5
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L6 동박 50um (±5) um-plating to 70um

전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

1.2mm±10% 1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.4mm, 양면 1/1oz 동박

L3
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.4mm, 양면 1/1oz 동박

L5
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L6 동박 18 μm – 도금 후 35 μm



전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

1.2mm±10% 2/1oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.18mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L3
PP 0.18mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L5
PP 0.18mm 유전상수 4.29

L6 동박 50um (±5) um-plating to 70um

전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

1.2mm±10% 2/1.5oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.22mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.2mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L3
PP 0.22mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.2mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L5
PP 0.22mm 유전상수 4.29

L6 동박 50um (±5) um-plating to 70um

전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

1.6mm±10% 1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.6mm, 양면 1/1oz 동박

L3
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.6mm, 양면 1/1oz 동박

L5
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L6 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

1.6mm±10% 2/1oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.18mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.4mm, 양면 1/1oz 동박

L3
PP 0.18mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.4mm, 양면 1/1oz 동박

L5
PP 0.18mm 유전상수 4.29

L6 동박 50um (±5) um-plating to 70um



전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

1.6mm±10% 2/1.5oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.22mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.4mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L3
PP 0.22mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.4mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L5
PP 0.22mm 유전상수 4.29

L6 동박 50um (±5) um-plating to 70um

전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

2.0mm±10% 1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.8mm, 양면 1/1oz 동박

L3
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.8mm, 양면 1/1oz 동박

L5
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L6 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

2.0mm±10% 2/1oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.8mm, 양면 1/1oz 동박

L3
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.8mm, 양면 1/1oz 동박

L5
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L6 동박 50um (±5) um-plating to 70um

전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

2.0mm±10% 2/1.5oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.22mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.6mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L3
PP 0.22mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.6mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L5
PP 0.22mm 유전상수 4.29

L6 동박 50um (±5) um-plating to 70um



전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

2.4mm±10% 1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
Core 1.0mm with 1/1 oz Cu

L3
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4
Core 1.0mm with 1/1 oz Cu

L5
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L6 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

2.4mm±10% 2/1oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
Core 1.0mm with 1/1 oz Cu

L3
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4
Core 1.0mm with 1/1 oz Cu

L5
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L6 동박 50um (±5) um-plating to 70um

전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

2.4mm±10% 2/1.5oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.22mm 유전상수 4.29

L2
Core 0.8mm with 1.5/1.5 oz Cu

L3
PP 0.22mm 유전상수 4.29

L4
Core 0.8mm with 1.5/1.5 oz Cu

L5
PP 0.22mm 유전상수 4.29

L6 동박 50um (±5) um-plating to 70um

Note: 상기내용은 PCBGOGO 6층 PCB기판의표준스택업입니다,최신소재및제조기술에따라레이어스택업은 변경될수있습니다.더자세한사항은맞춤형스택업제작가능합니다,
service@pcbgogo.com으로편하게문의하십시오.



8층 PCB 기판

전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

1.0mm±0.1mm 1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L3
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L5
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L6
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L7
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L8 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

1.2mm±10% 1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L3
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L5
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L6
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L7
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L8 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

1.2mm±10% 2/1oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L3
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L5
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L6
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L7
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L8 동박 50um (±5) um-plating to 70um



전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

1.6mm±10% 1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

PP 0.18mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L3
PP 0.18mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L5
PP 0.18mm 유전상수 4.29

L6
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L7
PP 0.18mm 유전상수 4.29

L8 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

1.6mm±10% 2/1oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.18mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L3
PP 0.18mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L5
PP 0.18mm 유전상수 4.29

L6
코어 0.2mm, 양면 1/1oz 동박

L7
PP 0.18mm 유전상수 4.29

L8 동박 50um (±5) um-plating to 70um

1.6mm±10% 2/1.5oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.22mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.2mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L3
PP 0.22mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.2mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L5
PP 0.22mm 유전상수 4.29

L6
코어 0.2mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L7
PP 0.22mm 유전상수 4.29

L8 동박 50um (±5) um-plating to 70um



전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

2.0mm±10% 1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

PP 0.18mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.4mm, 양면 1/1oz 동박

L3
PP 0.18mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.4mm, 양면 1/1oz 동박

L5
PP 0.18mm 유전상수 4.29

L6
코어 0.4mm, 양면 1/1oz 동박

L7
PP 0.18mm 유전상수 4.29

L8 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

2.0mm±10% 2/1oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.18mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.4mm, 양면 1/1oz 동박

L3
PP 0.18mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.4mm, 양면 1/1oz 동박

L5
PP 0.18mm 유전상수 4.29

L6
코어 0.4mm, 양면 1/1oz 동박

L7
PP 0.18mm 유전상수 4.29

L8 동박 50um (±5) um-plating to 70um

2.0mm±10% 2/1.5oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.19mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.4mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L3
PP 0.19mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.4mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L5
PP 0.19mm 유전상수 4.29

L6
코어 0.4mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L7
PP 0.19mm 유전상수 4.29

L8 동박 50um (±5) um-plating to 70um



전체두께 동박두께 (외층/내층) 스택업 레이어번호 적층상세두께

2.4mm±10% 1/1oz

L1 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.6mm, 양면 1/1oz 동박

L3
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.6mm, 양면 1/1oz 동박

L5
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L6
코어 0.6mm, 양면 1/1oz 동박

L7
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L8 동박 18 μm – 도금 후 35 μm

2.4mm±10% 2/1oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.11mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.4mm, 양면 1/1oz 동박

L3
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.6mm, 양면 1/1oz 동박

L5
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L6
코어 0.6mm, 양면 1/1oz 동박

L7
PP 0.11mm 유전상수 4.29

L8 동박 50um (±5) um-plating to 70um

2.4mm±10% 2/1.5oz

L1 동박 50um (±5) um-plating to 70um

PP 0.29mm 유전상수 4.29

L2
코어 0.4mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L3
PP 0.29mm 유전상수 4.29

L4
코어 0.4mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L5
PP 0.29mm 유전상수 4.29

L6
코어 0.4mm, 양면 1.5/1.5oz 동박

L7
PP 0.29mm 유전상수 4.29

L8 동박 50um (±5) um-plating to 70um

Note: 상기내용은 PCBGOGO 8층 PCB기판의표준스택업입니다,최신소재및제조기술에따라레이어스택업은 변경될수있습니다.더자세한사항은맞춤형스택업제작가능합니다,
service@pcbgogo.com으로편하게문의하십시오.


